
肖特 MEMpax® – (超) 薄低膨胀硼硅玻璃

产品信息

MEMpax®是采用肖特独有的下拉法工艺生产的硼硅玻璃。其表面质量

优异，且厚度最薄可至0.07mm, 最厚为0.7mm*。

MEMpax®的线性热膨胀系数与硅片接近，并含有少量碱金属离子，因

此极为适合应用于与硅片进行阳极键合。 

MEMpax® 的诸多优点，如低荧光发光性能、优异的表面质量、平整度、

以及均匀同质性，使其能够广泛用于电子以及生物科技领域。

 

电子应用领域的MEMpax® 生物技术领域的MEMpax® 

应用

• 压力传感器**/ MEMS
• GHz 载体

• 晶圆载片

优点

• 适合阳极键合

• 优异的表面粗糙度

• 与硅片相匹配的膨胀系数

• 高UV透过率利于激光解键合

• 优秀的冷热冲击性能和化学稳定性

应用

• 晶片实验室 (lab on a chip)
• 微流体

• 生物芯片载片

优点

• 可提供各种厚度

• 优异的表面粗糙度

• 低自荧光发光

• 优异的表面质量

• 优秀的机械强度

另外，在直到77GHz的高频范围， MEMpax® 拥有极低的介电损耗，

因此其也适合在超高频领域的应用。

由于碱金属离子很低， MEMpax® 有高质量的绝缘性能。 因此，

 MEMpax®极其适合于高温（高至450 °C）环境下有极高非导电性能

要求的应用 。

*   根据需求可提供其它厚度 
**  更多关于MEMpax®压力传感器的应用 – 参见其它专门产品介绍单
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肖特MEMpax®技术数据

尺寸 2" 到 12", 圆形或方形

表面粗糙度 Ra < 0.5 nm

厚度* 0.07 mm 到 0.7 mm

标准厚度* 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm

透过率 τVD65 (厚度 = 0.5 mm) 92.9 %

线性热膨胀率 α (20 °C – 300 °C) 3.3 x 10-6/K

玻璃转变温度 Tg 532 °C

介电常数 εr (1 MHz) 4.6

折射率 nD 1.4714 

TTV < 10 µm**

翘曲 < 250 µm**

密度ρ (40 °C) 2.22 g/cm3

肖特 MEMpax® 介电性能

介电常数 εr 1 GHz a) 4.4

2 GHz a) 4.5

5 GHz a) 4.4

24 GHz b) 4.4 c)

77 GHz b) 4.4 c)

介电损耗角 1 GHz a) 57 ·10-4

2 GHz a) 64 ·10-4

5 GHz a) 73 ·10-4

24 GHz b) 100 ·10-4 c)

77 GHz b) 150 ·10-4 c)

有效体电阻率 ρD，ϑ = 250 °C 处/ 
Ω · cm

1.18 ·108

ρD，ϑ = 350 °C 处/ 

Ω · cm
4.24 ·106

*  根据需求可提供其它厚度 
** 根据需求可提供其它规格

a) 采用分裂后介质谐振器(SPDR)测量 
b) 通过半球开腔谐振技术  
c) 初始数据


